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Leistungstransistoren in sehr kompakten GaNPX-
Packages: ECP (Embedded Component Technology)
ist die Antwort auf die notwendige, zunehmende
Miniaturisierung fiir immer leistungsfahigere Anwen-
dungen und Produkte

Technologien mit atomarer Prézision fiir die Evenuell ab 2017 weltweit erste faltbare Smart- Fufballbegeisterung, Pioniergeist und techni-
tiberndchste Chip-Generation phones mit biegsamem OLED-Display sches Know-how fiir einen Roboter
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Hochste
Qualitdtsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir

hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir |hre
sicherheitskritische Lieferkette!
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Titelbild

Das neue PCB Release 17.2 von Cadence fiir OrCAD
und Allegro unterstiitzt jetzt viele Designregeln speziell
fir starrflexible Leiterplatten.

Weitere Informationen:
www.FlowCAD.de
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